附件1

深圳市龙岗区工业和信息化产业发展专项资金
关于支持半导体与集成电路产业发展实施细则
（第二次征求意见稿）

第1章 总则
第1条  为贯彻落实《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划（2022-2025年）》有关精神，根据《深圳市龙岗区区级财政专项资金管理办法》（深龙府规〔2021〕1号）及《深圳市龙岗区工业和信息化产业发展专项资金管理办法》（深龙工信规〔2022〕5号），结合工作实际，制定本实施细则。
第2条  本实施细则所需资金从深圳市龙岗区工业和信息化产业发展专项资金中列支，实行总额控制，如果年度资助规模超出财政预算，则对扶持项目应获资助金额按比例核减。
第3条  区工业和信息化局是本实施细则的实施部门。

第二章 扶持范围、标准和审核方式
第四条 支持重大项目投资
（1） 扶持范围：对上年度在龙岗区实际新增固定资产社会投入（不含地价）5000万元以上的半导体与集成电路相关项目予以资助。鼓励企业加大对半导体与集成电路业务投资，促进其他领域企业转型升级开展半导体与集成电路业务，实现扩大产能规模、提升生产效率、壮大产业集群。
（二）扶持方式和标准：按照上年度在龙岗区实际新增固定资产社会投入（不含地价）的10%给予补助，每个项目最高不超过2000万元。
（三）审核方式：核准制。
第五条 支持企业发展壮大
（一）扶持范围：上年度营业收入首次突破2000万元、5000万元、1亿元、3亿元、5亿元、10亿元的半导体与集成电路相关企业和第三方检测机构。
（二）扶持方式和标准：按上述年度营业收入分别给予20万元、50万元、100万元、150万元、200万元、300万元的一次性奖励，年度营业收入每上一个台阶按相应标准追加差额奖励。对上年度营业收入已超出10亿元以上的企业，每增加10亿元营业收入对应奖励增加100万元，单个企业奖励上限1000万元。
（三）审核方式：核准制。
第六条 支持平台建设和运营
（一）扶持范围：国家、省、市级集成电路公共服务平台（不含分支机构）的统一运营企业，上年度在龙岗区实际新增固定资产社会投入超过3000万元的第三方检测机构。
（二）扶持方式和标准：对获批国家、省、市级集成电路公共服务平台（不含分支机构）的统一运营企业，分别给予一次性奖励500万元、300万元、200万元，平台每上一个台阶按相应标准追加差额奖励；对上年度在龙岗区实际新增固定资产社会投入超过3000万元的第三方检测机构，给予一次性奖励300万元。对国家、省、市级集成电路公共服务平台用房租赁，分别按照上年度实际发生租金的100%、70%、50%给予每年最高100万元、70万元、50万元的资助。
（三）审核方式：核准制，以企业获批（评）国家、省、市政府部门的有关文件为准。
第七条 降低企业租金成本
（一）扶持范围：实收资本不低于500万元的半导体与集成电路相关企业和第三方检测机构。
（二）扶持方式和标准：按照其上年度在原有用房面积基础上新增租赁用房开展半导体与集成电路业务年度实际发生租金的50%给予每年最高100万元的资助。
（三）审核方式：核准制。扶持范围企业和检测机构须上一年度向区产业部门报备。
第八条 降低环保设施运营成本
（一）扶持范围：上年度营业收入1亿元以上，建设废气、废水、废弃物等污染防治设施的半导体与集成电路制造、封测、设备、材料企业和科研机构。
（二）扶持方式和标准：按照其日常环保运营处理上年度实际支出费用的50%，给予最多两年、每年最高200万元的资助。
（三）审核方式：核准制。
第九条 支持EDA/IP工具研发
（一）扶持范围：从事EDA/IP工具研发的半导体与集成电路企业。
（2） 扶持方式和标准：按照上年度EDA工具软件研发、IP工具研发投入的20%，给予最多两年、每年最高500万元的资助。
（三）审核方式：核准制。
第十条 支持芯片设计和生产制造类工具购买
（一）扶持范围：上年度购买芯片设计和生产制造类工具的半导体与集成电路设计、制造、封测、设备、材料企业和科研机构。
（2） [bookmark: _GoBack]扶持方式和标准：对半导体与集成电路设计企业和科研机构购买区内企业自主研发EDA/IP工具开展芯片研发的，按照上年度实际支出费用的20%，给予每年最高200万元的资助；购买国内企业自主研发EDA/IP工具开展芯片研发的，按照上年度实际支出费用的10%，给予每年最高100万元的资助。对半导体与集成电路制造、封测、设备、材料企业和科研机构购买OPC/LIMS等研发工具与实验管理系统、MES/EAP/YMS/SPC等制造管理工业软件、FMCS等厂务控制系统的，按照上年度实际支出费用的20%，给予每年最高200万元的资助。
（三）审核方式：核准制。
第十一条 支持芯片产品流片
（一）扶持范围：上年度开展芯片产品流片的半导体与集成电路设计企业和科研机构。
（二）扶持方式和标准：对在龙岗区内、区外晶圆代工厂开展首次工程流片的，分别按照上一年度首次工程流片费用(掩模版制作费用)的30%、20%给予每年最高300万元、200万元的资助；对在龙岗区内、区外晶圆代工厂开展多项目晶圆（MPW）流片的，按照上一年度MPW流片费用的20%、10%给予每年最高200万元、100万元的资助。
（三）审核方式：核准制。
第十二条 支持测试验证分析
（一）扶持范围：在第三方机构开展工程样片测试验证分析的半导体与集成电路设计企业和科研机构。 
（二）扶持标准：按照上一年度开展工程样片的功能、性能、可靠性、兼容性、失效分析等测试验证及相关认证实际发生金额的50%，给予最高100万元资助。 
（三）审核方式：核准制。
第十三条 支持自主产品销售
（一）扶持范围：获得深圳市关于销售自研芯片、设备、零部件、材料的半导体与集成电路设计、设备、材料企业。
（二）扶持方式和标准：按照深圳市奖励金额的50%给予配套奖励，企业年度奖励总额不超过300万元。
（三）审核方式：核准制。以获得市产业主管部门奖励凭证材料为准。
第十四条 支持信贷融资贴息
（一）扶持范围：从金融机构获得1年期以上贷款用于项目建设和运营的半导体与集成电路相关企业和第三方检测机构。
（二）扶持方式和标准：按照不超过贷款实际利率的50%，且不超过同期LPR（贷款市场报价利率）平均值给予贴息支持，企业年度贴息总额不超过100万元且与国家、省、市叠加贴息总和不超过实际贷款利息。
（三）审核方式：核准制。
第十五条 支持重点岗位人才招引
（一）扶持范围：半导体与集成电路相关企业、第三方检测机构和科研机构。
（2） 扶持方式和标准：
1.对半导体与集成电路相关企业、第三方检测机构和科研机构，按照该部分人才上年度个人薪金收入的一定比例给予企业和机构年度最高500万元奖励，奖励优先用于人才激励。上年度个人薪金收入奖励的计算方式如下：
上年度个人薪金收入在30万元（含）至50万元（含）的，按照个人薪金收入的8%给予奖励；
上年度个人薪金收入在50万元至100万元（含）的，除按上述第1条内容给予奖励外，再按照个人薪金收入超出50万元部分的6%给予奖励；
上年度个人薪金收入超过100万元的（个人年度薪金收入总额计算上限为200万元），除按上述第1、2条内容给予奖励外，再按照个人薪金收入超出100万元部分的4%给予奖励。
2.符合条件的人才可申领“鹏城优才卡(龙岗)”，持卡人在子女教育、医疗保健、安居保障等方面享受相应的政策待遇。
（三）审核方式：第（二）项1款为核准制，第（二）项2款参照市区有关政策执行。
第十六条 支持行业会议会展
（一）扶持范围：经区产业部门备案并在龙岗区举办的人才培训、高端研讨会、峰会、国际交流会等半导体与集成电路行业专项活动。
（二）扶持方式和标准：包括场地租赁、活动策划、场地布置、专家邀请、资料印刷和媒体宣传等费用，按活动审计核准金额的50%给予具体活动承办方支持，国家、省、市、区级会议资助上限分别为300万元、200万元、100万元、50万元。
（三）审核方式：核准制，以专项审计数据为准。

第三章 申报条件
第十七条 申报条件由基础申报条件和专项申报条件两部分组成。项目单位需符合下列基础条件：
（一）申报单位是在龙岗区实际从事经营，具有独立法人资格且符合要求的半导体与集成电路相关企业、第三方检测机构和科研机构；
（二）申报单位未被依法依规列入严重失信主体名单且在有效期内；
（三）申报单位对申报材料的真实性、合法性和完整性负责，不得弄虚作假、套取、骗取专项资金；
（四）申报单位提交的有关生产经营数据须真实可靠；
（五）申报单位不得以同一事项重复申报或者多头申报区级专项资金；
（六）法律、法规、规章和上级行政机关规范性文件规定的其他条件。
第十八条 项目单位申报具体项目，还应符合区工业和信息化局依据本实施细则制定的专项申报条件，专项申报条件在年度扶持计划项目申请指南（通知）中明确。

第四章 项目申报和审核
第十九条 区工业和信息化局根据本实施细则制定年度扶持计划项目申请指南（通知），在龙岗政府在线、区工业和信息化局网站发布，明确受理时间、申报材料要求等内容。
第二十条 项目单位根据申请指南要求，在规定时间内如实填报项目信息，提交相关材料。
第二十一条 区工业和信息化局组织开展对申报项目进行审核，并征求各有关单位意见，进行项目重复性核查以及申报单位实际从事经营活动地点、是否被依法依规列入严重失信主体名单且在有效期内等情况的审查。
第二十二条 区工业和信息化局对项目进行材料审核，根据需要可委托第三方专业服务机构组织开展专家评审和专项审计等相关工作，第三方专业服务机构向区工业和信息化局提交专家评审、专项审计报告。
第二十三条 区工业和信息化局根据年度资金安排，结合项目专家评审、专项审计结果等情况，编制资金扶持计划，确定拟扶持项目名单和扶持金额。
第二十四条 审核通过的拟扶持项目按规定在龙岗政府在线和区工业和信息化局网站进行公示，公示时间为5个工作日。对公示内容有异议的，可在公示期内向区工业和信息化局书面提出。对于公示有异议的，由区工业和信息化局进行调查或组织重审，不予扶持的向申报单位反馈理由。
第五章 附则
第二十五条 本实施细则中提及的“半导体与集成电路相关企业”指代“半导体与集成电路设计、设计服务、制造、封装测试、设备、材料、EDA/IP企业”。
第二十六条 本实施细则由区工业和信息化局负责解释。
第二十七条 本实施细则的资助额，一律向下取整到元。
第二十八条 本细则中的日期、比例及金额等，除特别注明外均包括本数。本细则中的年度均指自然年度。
第二十九条 本办法自2023年6月XX日起施行，有效期3年。在有效期内，区工业和信息化局可根据实际情况，对本细则进行整体性的修订、调整、发布和实施。
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